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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 

 

 
 

 
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL 

CORPORATION 

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 * 
（於開曼群島註冊成立之有限公司） 

（股份代號：00981） 
 

海外監管公告 

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International 

Corporation,「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作

出。 

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2021 年半年度募集資金存放與實際使用情況

專項報告》，僅供參閱。 

 

承董事會命 

中芯國際集成電路製造有限公司 

高永崗 

執行董事、首席財務官兼公司秘書 

 

中國上海， 2021 年 8 月 28 日 
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於本公告日期， 本公司董事分別為: 
 

執行董事 
周子學（董事長） 

蔣尚義（副董事長） 

趙海軍（聯合首席執行官） 
梁孟松（聯合首席執行官） 

高永崗（首席財務官兼公司秘書） 
 
非執行董事 
魯國慶 

陳山枝 

黃登山 

任凱 

周杰 

 
獨立非執行董事 
William Tudor Brown 

劉遵義 

范仁達 

楊光磊 

劉明 
  

 

* 僅供識別 
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A股代码：688981              A股简称：中芯国际 公告编号：2021-034 

港股代码：00981 港股简称：中芯国际  

 

中芯国际集成电路制造有限公司 

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况 

专项报告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1278号）的批准，中芯国际集

成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行人民

币普通股（A股）股票 193,846.30万股（含超额配售选择权），发行价格27.46

元/股，本次发行最终募集资金总额为5,323,019.40万元，扣除保荐承销费后实

际收到募集资金金额为5,253,820.15万元。上述款项已分别于2020年7月14日

及2020年8月17日前全部到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“普华永道”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审

验，并于2020年7月14日及8月17日分别出具了普华永道中天验字[2020]第0590

号《验资报告》及普华永道中天验字[2020]第0739号《验资报告》。 

（二）募集资金使用及结余情况 

截至 2021 年6月30 日，公司募集资金的使用及余额情况如下： 
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项目 金额（万元） 

实际收到的募集资金金额 5,253,820.15 

减：支付发行费用 -2,259.43 

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 -449,445.27 

减：募投项目累计支出金额 -3,643,473.72 

       其中：募投项目本期支出金额 983,070.84 

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 31,147.24 

截至2021年6月30日募集资金专户余额1 1,189,788.97 

 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体

股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合

公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、

管理及监督等方面做出了明确的规定。 

（二）募集资金监管协议情况 

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金

采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。2020年7月7日及2020年

8月21日，公司与联合保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证

券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及存放募集资

金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方

监管协议》及《募集资金（针对超额配售）专户存储四方监管协议》。针对不

同的募集资金投资项目，公司与项目公司实施主体、海通证券、中金公司分别

                                                           
1 美元募集资金专户期末余额采用 2021 年 6 月 30 日人民币对美元汇率中间价 6.4567 进行折算。 
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同中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国民生银行股份有限公司

上海分行、中国农业银行上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司广州分

行、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行签署了《募集资金专户存储五方

监管协议》；分别同中国农业银行上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有

限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述

协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资

金时已经严格遵照履行。 

（三）募集资金专户存储情况 

截至2021年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下： 

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额（万元） 

招商银行上海分行营业部 NRA110925662010101 活期存款 3.89  

招商银行上海分行营业部 NRA110925662032501 活期存款 121,508.64  

中国银行上海市浦东开发区

支行 
444280470222 活期存款 34.22  

中国银行上海市浦东开发区

支行 
444280470222 定期存款 100,000.00  

中国银行上海市浦东开发区

支行 
437780471584 活期存款 562.38  

民生银行上海金桥支行 630984295 活期存款 335.50  

中国农业银行上海张江高科

技园区支行 
03348700040035789 活期存款 63.95  

中信银行广州珠江新城支行 8110901011901196131 活期存款 48,757.38  

上海浦东发展银行张江科技

支行 
98860078801300001507 活期存款 1,613.76  

FT 农行上海金桥支行国际部 FTN09778100048500217 活期存款 226,325.67  

中国民生银行股份有限公司

上海自贸试验区分行 
FTN000009907 活期存款 690,583.56  

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募投项目资金使用情况 

公司2021年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1 “募集资金使用情

况对照表” 。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 
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2020年8月6日，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行股票募集资金置换截至

2020年7月31日预先已投入募投项目的自筹资金共计449,445.27万元及已支付

的发行费用317.62万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个

月，相关审批程序符合公司《募集资金管理制度》的规定要求。上述事项在董

事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过，并且由联合保荐机构海通

证券及中金公司出具了《海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于中芯国际集成电路制造有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自

筹资金的核查意见》，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并

出具了《中芯国际集成电路制造有限公司截至2020年7月31日止以自筹资金预

先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字[2020]

第2907号）。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2021年上半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

2021年上半年度，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

2020年8月6日，公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额

募集资金用途的议案》，同意公司利用部分超募资金用于补充流动资金

766,279.83万元。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通

过。公司已于2020年9月完成使用超募资金永久补充流动资金的工作。公司在

超募资金补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 

（六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资

产等）的情况 

2020年8月6日，公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额

募集资金用途的议案》，同意公司利用超募资金中的1,000,000.00万元、

500,000.00万元、300,000.00万元分别用于12英寸芯片SN1项目、成熟工艺生

产线建设项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金。本事项在董事会审批权限
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范围内，无需提交股东大会审议通过。 

2020年8月6日，公司召开董事会会议，审议通过《关于公司首次公开发行

股票并在科创板上市后续相关事项的议案》。根据该议案，董事会授权董事长、

联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司审议同意超额配售选

择权实施情况，并授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人

士代表公司签署与此相关的法律文件，以及提交任何必要的文件，并采取所有

适用法律、规则及规例要求或据此进行的任何与此相关的行动（包括于香港联

交所、上海证券交易所及本公司网站刊发公告）。2020年8月14日，联席公司

秘书高永岗先生代表公司审议通过《关于公司首次公开发行股票超额配售选择

权实施情况的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）

股票超额配售选择权于 2020年 8月 14日全额行使，发行总股数扩大至

193,846.30万股。全额行使超额配售权所发行股票对应的募集资金总额为

694,306.88万元，扣除发行费用后的募集资金净额为685,280.89万元，分别用

于成熟工艺生产线建设项目479,696.62万元及补充流动资金205,584.27万元。 

（七）节余募集资金使用情况 

2021年上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非

募投项目的情况。 

（八）募集资金使用的其他情况 

根据公司《募集资金管理制度》及《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定，公司在募投项目实施期间，

通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以自有资金支付募集资金投资

项目中所涉及的部分设备采购及原材料支出，并定期以募集资金等额置换。该

事项由联合保荐机构海通证券和中金公司于2020年9月29日出具了相关核查意

见。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

2021年上半年度，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情

况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 
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公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的相关信息；已使用的募

集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。 

 

特此公告。 

 

 中芯国际集成电路制造有限公司 

                                                                      董事会 

                                                                        2021 年 8 月 28 日
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

2021 年上半年度 

    单位：人民币万元 

募集资金总额 5,251,560.72 本年度投入募集资金总额  983,070.84  

变更用途的募集资金总额 - 

已累计投入募集资金总额  4,092,918.99  
变更用途的募集资金总额比例(%) - 

承诺投资项

目 

已变

更项

目，

含部

分变

更(如

有) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承诺

投入金额① 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

② 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额③=②-① 

截至

期末

投入

进度

(%) 

④=②

/① 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达到

预计效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

  

12 英寸芯

片 SN1 项

目 

否 1,800,000.00  1,800,000.00  1,800,000.00  608,461.89  1,704,966.96  -95,033.04  95 不适用 不适用 不适用 否 
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先进及成熟

工艺研发项

目储备资金 

否 700,000.00  700,000.00  700,000.00  152,961.82  314,394.24  -385,605.76  45 不适用 不适用 不适用 否 

成熟工艺生

产线建设 
否 979,696.62  979,696.62  979,696.62  221,647.13  301,693.69  -678,002.93  31 不适用 不适用 不适用 否 

补充流动资

金 
否 1,771,864.10  1,771,864.10  1,771,864.10  0.00  1,771,864.10  0.00  100 不适用 不适用 不适用 否 

合计 - 5,251,560.72  5,251,560.72  5,251,560.72  983,070.84  4,092,918.99  -1,158,641.73  78 - - - - 

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 

募集资金其他使用情况 详见本报告三（八）募集资金使用的其他情况。 

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 
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